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Oprava (rework) BGA / GSP

Velké kulickové matice (BGA) a matice
s malou rozte¢i (CSP) vyZaduji konfigu-
race kombinujici pfesnou regulaci tep-
loty a optiku s vysokym rozliSenim, aby
byl zajistén proces predélavky bez port
a presné vyrovnani (obr. 1).

Predélavka (rework) BGA se obec-
né stala synonymem pro predélavku
SMT. Mnoho uZivatelskych pozadavkd
se zamé&iuje na BGA/CSP/licni Cip, takze
uvedené informace poskytuji vSeobecné
pozadi pouzitelné nejen pro maticova
pouzdra, nybrz rovnéz pro Sirsi trh pre-
délavek SMT.

Problémy
spojené s piedélavkou BGA

— Jediny systém pro tplny cyklus predé-
lavky — pocinaje odstranénim soucdst-
ky az po opétovné pdjeni?

— Velké matice (20-65 mm) vyZzaduji
velké optické zorné pole, zatimco CSP
s mens$i rozteci (0,820 mm) potiebuji
vysoké zvétSeni (v obou piipadech je
zapotiebi dobré rozliSeni).

— Odstranéni nepravidelné tvarovanych
zbytkd pajky.

Obr. 3
Odpdjent soucdstky

— Nutnost odstranit
BGA, avSak okolni
prvky museji zdstat
neporuseny?!

— Je zapotiebi okamzi-
ta analyza?

— Rozméry vicevrstvé
desky od tycinky USB
(12 x 40 mm) aZ po
desku serveru (500 x
x 465 mm) (obr. 2)?

Obr. 7 Pohled procesni kamerou

Obr. 2

Obr. 4
Pdjeni nové soucdstky

Obr. 5

ReSeni Finetech a Martin SMT

Kroky procesu predélavky BGA

Finetech nabizi jednoduchou platformu,

kterd zajist'uje iplny cyklus predélavky:

— Roztaveni pajky a odstranéni vadné
soucastky pomoci specidlné konstruo-
vané hubice (obr. 3).

— Odstranéni zbytka pajky bezkon-
taktnim procesem — provadi se jednim
rdzem, umoznuje bezpecné, opakova-
telné Cisténi (obr. 5).

— Tisk pajeci pasty na DPS, piimy tisk
soucastky nebo davkovani (obr. 6).

— Prekuli¢kovani [reballing] bud jedné
vadné kulicky, nebo celé matice.

— Osazeni a pretaveni nové soucastky se
zajisténim presného vyrovnani (obr. 4).

Kamera pro sledovani procesu na misté

Lze ji pouzit ke sledovani{ procesu preta-
veni nebo k pofizovan{ snimkd/vide{ pro

P

dokumentaéni tcely (obr. 7).

Obr. 6
Naneseni nové pdject pasty
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Obr. 8 Optika s délenym polem
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Obr. 9 Princip
integrace provozniho plynu

Optika s délenym polem

a zvétSeni transfokatorem

Systém zobrazovani s optikou s délenym
polem umoznuje sledovat protilehlé rohy
velké soucastky a jeji odpovidajici plos-
ku na substratu, a to pfi velkém zvétSeni
(obr. 8).

Integrované fizeni procesu

Integrované tizeni procesu (IPM) je
ustfedni soucdsti systému FINEPLAC-
ER™ — mistem, kde se v§e spojuje dohro-
mady. IPM je vic nez fizeni tepla. Syn-
chronizuje Fizeni vSech procesnich mo-
duld a parametra s nimi souvisejicich:

— Regulace teploty, Casu, sily, vykonu,

energie, pratoku.
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Obr. 10 Operacni
software pro pripojovdni

— Rizend a pfesné vyvaZzend interakce
horniho a dolniho ohfevu (ptfedehie-
vu) a chlazeni.

— Kamera jako soucdst procesu a regula-
ce svétla.

— Rizend integrace procesniho plynu
kvili mensimu znecisténi pajky, co
nejmensim uéinkim povrchového na-
péti a hladkym zbytktim kulicek pdjky
(obr. 9).

Metoda IPM je velmi komplexni,
avsak se snadnym pristupem. Diky gra-
fickému uzivatelskému rozhrani (GUI)
operacniho softwaru md uzivatel doko-
nalou kontrolu nad v§emi poZadovanymi
nastavovanymi hodnotami. Sta¢i tazenim
myS$i definovat teplotni rampy nebo akti-

1 Jddro FINEPLACER® nabizi koordinovany horni a dolni ohiev, nepodporuje vSak IPM.

Obr. 11 Integrované
Fizeni procesu (IPM)

vovat procesni moduly. VSechna nasta-
veni jsou zastoupena pouze v jediném
profilu, coz pfispiva k velmi intuitivnimu
pracovnimu toku. Operacni software
(obr. 10) poskytuje neustdle se zveétsuji-
ci knihovnu profila pro vSechny druhy
procest. Nabizi rovnéz rozsahlé funkce
zaznamenavani dat, nezbytné pro statis-
tické fizeni procesu. V kombinaci s moz-
nosti prenosu procesu mezi systémy lze
snadno zajistit vyvoj procesu.

Systémy
doporucéené pro rework BGA/CSP

Vedle dalSich faktorti zavisi doporuceny
systém prevazné na velikosti a rozteci
soucastky a na pozadované flexibilité
procesu.

www.bga-rework.cz

FINEPLACER micro rs —
stanice pro predéldavky
SMD horkym vzduchem

Opravdrenské pracovisté EXPERT 10.6 HV W Rework
stanice s 3000W hybridnim spodnim ohievem,
nastavitelnd velikost ohievné plochy az 275 x 245 mm?.
Funkce AVP (Auto Vision Placer), software Easy-Solder.

FINEPLACER CORE —
cenové efektivni predéldavka
desek mobilnich zarizent

Opravdrenské pracovisté¢ EXPERT 04.6-HXH W Rework
stanice s 5 000W hybridnim spodnim ohievem, nastavitelnd
velikost ohievné plochy aZ 450 x 420 mm?. Funkce SHP
(Single Head placer), software Easy-Solder ECO.

FINEPLACER CORE plus —
cenové efektivni predéldavka
desek stredni velikosti

FINEPLACER matrix rs —
budoucnost pokrocilé
predeldvky




